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尹周平
尹周平，1972年9月出生，

中国科学院院士，华中科技大

学机械科学与工程学院院长、

教授、博士生导师。

锚定国家“缺芯少屏”战略

需求突围破局，在芯片制造领

域，开创的先进“键合”技术，为

集成电路产业自主可控筑牢核

心支撑；在显示制造领域，自主

研发喷墨打印装备，让“打印屏

幕”变为现实，为我国在全球新

型显示技术竞争中赢得关键主

动权。

长期致力于电子制造技术

与装备、智能感知与机器人等

方向的研究，在高精度电流体

喷印与图案化、高性能“键合”

与异质异构集成、卷对卷高效

制造技术等方面取得一系列创

新性成果。曾获国家技术发明

奖二等奖、国家自然科学奖二

等奖、国家科技进步奖二等奖

等奖项。

2026年1月4日，武汉洪山礼堂，2026年湖北省科技创
新大会会场。作为12位受邀科学家之一，尹周平院士带领
团队第一个走上红毯。

尹周平是华中科技大学机械科学与工程学院（以下简
称机械学院）院长、教授、博士生导师。20年来，他锚定国家

“缺芯少屏”战略需求突围破局，在芯片制造领域开创先进
“键合”技术，为中国芯筑牢核心支撑。

“键合”，藏着芯片制造的匠心——两片晶圆需在纳米
级精度下校准、贴合，拂去每一粒微尘的惊扰，在静默打磨
中完成原子级交融，让孤立的元件聚合成承载算力的核心。

蛰伏二十年，尹周平的科研生涯也是一场跨越时光的
“键合”：对准“卡脖子”技术的靶点，贴合产业突围的痛点，
在无人问津的坚守里，将孤独的研发、沉淀的技术、滚烫的
使命，一一“键合”成中国高端制造的坚实根基。

坚守——

“没有长期积累，机会来了也抓不住”

湖溪河畔，芦苇韧立如戟；机械学院外墙，线条刚直似
锋。院史馆内，“急国家之所需，以服务求支持，以贡献求发
展”的箴言振聋发聩……

喻家山的风景，尹周平看了三十多年。考入华中科技
大学机电一体化专业后，他一路读到硕士、博士，师从机械
工程专家熊有伦院士。

“选国家需要的方向深耕。”牢记导师的话，2002年博士
后出站后，尹周平参与的第一个项目就是造芯装备。

彼时，中国芯片生产线上的关键设备几乎全部由海外
企业垄断，国产化率不足1%，小到螺母、螺丝钉，都要靠进
口。

尹周平向长江日报记者介绍，芯片性能逼近物理极限
后，三维堆叠技术应运而生——将多片晶圆垂直堆叠，通过

“键合”工艺实现原子级精密拼接，突破摩尔定律限制。
“键合”好比造芯的“神兵利器”，这一技术大幅提升集

成密度与计算速度，是芯片进化的核心钥匙。当年，国内还
没有自主研制“键合”装备的能力。

尹周平牵头拿下国家重大项目，每一个环节都要从零
摸索。然而，技术突破却遭遇产业化“冰封”——2005年，尹
周平携成果寻求产业落地，企业顾虑国产装备可靠性断然
拒绝：“生产线每分钟都在赚钱，赌不起。”市场的冰冷逻辑
如当头棒喝，无人愿意为“不成熟的技术”承担风险。

“那时候我们就像备胎，企业有国外设备可用，我们的
技术只能在实验室里打转。”尹周平并不气馁。他知道，备
胎终有转正的一天，前提是自己足够强。

此后的蛰伏期，漫长到足以磨平很多人的耐心。行业
里的热门技术换了一茬又一茬，尹周平并未放弃。他深知，
核心技术买不来、讨不来。“没有长期积累，机会来了也抓不
住。”

“就像农民种地，春种秋收需要时间，科研也是一样，不
能急。”他这样安慰团队，也说服自己。

磨炼——

“以前在实验室里闭门造车，现在在产线上打磨产品”

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山
路攀登的人才有希望达到光辉的顶点。”走进华中科技大学
机械学院大厅，右拐数步便是尹周平的办公室。二十余载，
他每一次抬头凝望、每一次步履掠过，这句话都如春雨润
心，刻进骨血。

2022年10月，美国技术限制令升级，国内芯片制造企业
被列入“实体清单”，海外设备、核心零部件采购渠道被切
断，中国半导体产业陷入“至暗时刻”。

“国产化替代，某种程度上是被逼出来的”，尹周平坦
言。国外设备断供、核心零部件无法补充，企业不得不将目
光转向国内。尹周平团队早已在“键合”技术领域积累了
200多项发明专利，恰好接住了这一历史机遇。

武汉新芯、长江存储等原有设备的“键合”头等消耗品
无法进口，尹周平团队迅速响应，针对性研发替代部件。

“刚开始测试时，良率只有10%，故障点达200多个。”尹
周平回忆。为了快速迭代优化，团队与武汉新芯、长江存储
建立了紧密的协同机制——每周召开技术对接会，实时跟
进产线需求，调整工艺参数。这种“企业出题、高校答题”的
联动模式，让国产装备在实战中快速成长。

尹周平团队研发的高精度“键合”装备攻克了三大核心
难题：一是定位精度达到几百纳米级，相当于在指甲盖大小
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先锋名片
的晶圆上实现毫米级对准；二是多自由度调平技术，确保
两片晶圆完美贴合；三是严苛的表面质量控制，哪怕微小
灰尘都可能导致产品报废。更关键的是，团队将人工智
能算法融入装备系统，让设备自主学习工艺参数，不断提
升可靠性。

“这是一场双向奔赴。以前我们是在实验室里闭门
造车，现在是在产线上打磨产品，每一个数据都来自真实
需求。”尹周平感慨。企业提供了宝贵的应用场景，科研
团队用技术突破解决实际痛点。

突破——

“武汉打造世界存储之都，缺了核心装备不行”

长江奔涌。以长江为名的长江存储，用一枚三维闪
存芯片，铺就中国存储产业从空白到领跑的逆袭之路。

尹周平说，未来要支撑更多新路径突围，就离不开装
备创新。

在人工智能与GPU催生的技术新赛道上，团队抓住
国内外差距较小的窗口期，与国内企业深度协同迭代，让
中国装备实现从跟跑到并跑的跨越，部分指标已触摸到

“领跑”的曙光。
武汉新芯的车间里，另一项突破正在发生。尹周平

团队另辟蹊径，自主研发电控填缝技术，完成了材料、工
艺、装备的全链条创新。“这是一条全新的路径！”谈及这
项成果，尹周平难掩自豪。

如今，这项技术不仅让武汉新芯的核心零部件性能
比肩国际同类产品，成本更降至全球同类竞品的三分之
一。

2024年，由团队成果转化而生的武汉芯力科技术有
限公司（以下简称芯力科）成立，尹周平担任首席科学
家。短短一年多，混合“键合”装备已在长江存储上验证，
2026年将正式入驻量产线。

“武汉要打造世界存储之都，缺了核心装备不行。”尹
周平深知装备产业对整个存储产业链的支撑作用。如
今，长江存储全球市占率持续提升，武汉新芯持续壮大，
光迅科技等企业快速发展，但在核心装备领域，仍需加快
补齐短板。

当前，武汉已建成全国最大的国产先进存储生产基
地，存储芯片产业规模已突破千亿元，吸引配套企业超
200家。这意味着对核心装备的需求将持续扩大。

“机遇就在眼前，必须加快发展。”尹周平表示，芯力
科将加大投入，扩大团队规模，提升产能，力争跟上武汉
存储产业的发展步伐。

振奋——

“我们正攻坚‘国外做不到、中国能做到’的事业”

近日，记者见到尹周平时，他刚从武汉国创科光电装
备有限公司（以下简称国创科）五周年庆典暨二期开工仪
式现场返回办公室，步履未歇，意气风发。

作为公司首席科学家，他在庆典上难掩振奋：“国创
科正迎来黄金发展期，印刷显示产业关键突破在即，我们
正攻坚‘国外做不到、中国能做到’的事业！”五年来，尹周
平带领团队跨界攻关，成功交付国内首台套G4.5和G6H
（半尺寸）喷印装备，一举填补行业空白。这份硬核实力
也让国创科摘得国家技术发明奖二等奖，企业入选国家
级专精特新“小巨人”。

同日，第六届中国机器人行业年会上，武汉华威科智
能技术有限公司（以下简称华威科）发布子品牌“具感时
代EmbosenX”及两款触觉传感器新品，为人形机器人复
杂场景作业提供核心支撑，而这一成果正是尹周平技术
版图向机器人领域拓展的重要落地。

芯力科、国创科、华威科，从核心芯片制造到新型显
示，再到人形机器人，尹周平的创新基因，正通过三家企
业深度融入光谷乃至全国的高端制造产业链。

“一代产品，一代材料，一代工艺，一代装备。”尹周平
说，武汉打造世界存储之都，离不开国家战略的前瞻布
局、政府的持续支持，更离不开产学研的深度协同。当
年，很多人质疑武汉的存储企业能否挺过去，正是凭借国
产化替代的决心，以及国内优势单位的抱团协作，武汉存
储产业才一步步走出困境。

“基础研究是创新的源头，产业应用则是创新的归
宿。”尹周平说，只有让实验室里的技术走出象牙塔，才能
真正形成产业竞争力。

尹周平院士（中）在实验室指导学生科研。

瞄准我国“缺芯少屏”的装备短板，尹周平院士带领团队攻关键合装备。
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